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ASM ProcessLens
次世代 5Dインライン SPI

ASM ProcessLens
ASM ProcessLens　マシンサイズ

全長　基板搬送方向 1,130mm

全幅 1,300mm

全高（コンベヤの高さ 950mm） 1,600mm

ASM ProcessLens　コンベヤ

搬送時間 –シングルコンベヤ 
搬送時間 –デュアルコンベヤ

2.5秒未満
0秒 

搬送通信インターフェース SMEMA、IPC-HERMES-9852

ASM ProcessLens　基板サイズ

基板サイズ（L x W）– シングルコンベヤ 
基板サイズ（L x W）– デュアルコンベヤ（標準） 
基板サイズ（L x W）– デュアルコンベヤ（シングルコンベヤモードの場合）

最小 最大
50mm × 50mm 610mm × 560mm 
50mm × 45mm 375mm × 260mm 
50mm × 45mm 375mm × 460mm

基板厚さ 0.5mm～ 4.5mm

基板最小エッジクリアランス 3mm

基板最大重量 3kg

基板反りの最大範囲 -4.5mm～ +4.5mm

ASM ProcessLens　検査能力

画素サイズ 15μm × 15μm

検査速度 最大 30cm2/秒

高さの解像度 0.37μm

キャリブレーションターゲットの高さの精度 ≤ 1μm

X/Yガントリー精度 ± 12.5μm ( ± 3σ)

ASM ProcessLens　はんだペースト検査能力

測定 シャドウフリー

ペースト測定 体積、面積、高さ、Xオフセット、Yオフセット、
形状、ブリッジ、コプラナリティ

最大ペースト高さ 1,000μm

最小ペーストサイズ 90μm × 130μm

ペーストされた基板の Gage R&R << 10%
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ASM ProcessExpert 
エキスパートシステム

ASM ProcessLens 
SPI

ASM ProcessEngine 
ソフトウェア

ASM ProcessLens 
より速く、より正確に 
未来を拓くソリューション

高精度で非常に柔軟性の高い全く新しい 5Dインライン SPIシステム、ASM ProcessLens。高度な
技術によるスムーズで柔軟なプログラミング機能と、正確で信頼性の高い測定機能を備え、デュアル
レーンのコンベヤを使用した高速インライン測定に対応する次世代 SPIシステムです。高精度システ
ムが、虚報を最小限に抑え、ライン停止やアシストの回数を大幅に削減します。

デジタル制御された 800万個のマイクロミラーを搭載した特殊なDLP（デジタルライトプロジェクター）
チップを採用した世界初の SPIシステムです。モアレパターン投影法と複数の光源によって、陰影の
ない測定が可能な ASM ProcessLensは、従来のシステムより迅速かつ正確にはんだペーストの特性
を検出します。高解像度 2D画像、基板反りの 3Dオンザフライ補正、非常に強力な画像処理アルゴ
リズムにより、さらに高度な測定が可能です。

その結果、印刷プロセスの安定化、スループット率と生産性の向上が実現します。競合他社の追随を
許さないシステムの導入をぜひご検討ください。

高速プログラミング： 
コンポーネントライブラリが 

検査基準を提案

生産現場の未来を支えるソリューション 
スマートなプロセスの最適化により 
新たな機能の後付けがスムーズに
オプションの ASM ProcessEngineソフトウェアを使用して、5D SPIを世界初の自己
学習インラインエキスパートシステムにアップグレードして、印刷プロセスを最適化で
きます。

仮想印刷、傾向分析、印刷機の直接制御によりASM ProcessExpertは印刷プロセス
を積極的に最適化。必要に応じて、手動操作不要の自律的な最適化も可能です。

ASM ProcessExpertは、印刷サイクルごとに 24時間 365日学習し、細部まで記憶し
ます。

ASM ProcessLensに 
ついての詳細はこちら

ASM  ProcessLensの 
特徴

最も革新的な 
測定システム

800万個のデジタル制御マイクロミラーによる 
モアレ位相シフト

最高レベルの精度
正確な X/Y位置決め、 

2D/3Dを組み合わせた測定、 
基板の反りのオンザフライ補正

シャドウフリー
複数の光源

包括的
あらゆるはんだペーストの位置、範囲、 

高さ、体積、形状の視覚化、 
およびコプラナリティとブリッジの検査

最大スループット
デュアルコンベヤ式でのインライン測定

簡単な操作
コンポーネントライブラリによる 

高速プログラミングと検査基準の提案

投資保護
プロセスを自律的に最適化する 
インラインエキスパートシステム 

ASM ProcessExpertへの
ソフトウェアアップグレードが可能

万全なソリューション：ASM ProcessExpertは、
常に安定した印刷プロセスを提供

はんだペーストの 
3Dおよび 2D画像

http://www.asm-smt.com/en/products/inspection-solutions/asm-processlens/

